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二、说明、目录、图表目录

      集成电路不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用，同

时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备，其装配密度

比晶体管可提高几十倍至几千倍，设备的稳定工作时间也可大大提高。产业链和工艺：集成

电路生产需要包括硅基板、CMP抛光材料、高纯试剂（用于显影、清洗、剥离、刻蚀）、特

种气体、光刻胶、掩膜版、封装材料等多种电子化学品。电子化学品占整个集成电路制造成

本的20%。  

 集成电路产业链

 

      2013年全球集成电路销售额为251776百万美元，2015年销售额为274484百万美元，年均复合

增长率仅为4.41%，预计2016年销售额为274537百万美元，年均符合增长率为2.93%。而近年来

，国内集成电路市场蓬勃发展，2013年国内IC销售额为2508.51亿元，2015年销售额为3609.8亿

元，年均复合增长率为19.96%。

 2006-2016年全球集成电路销售额

 

      国内集成电路市场规模逐年增加，但是国内企业的生产能力却十分有限，并且由于国产集

成电路多数为技术含量低、价格低廉的低端产品，进口的则是价格较高的高端产品，以致国

内外集成电路供应商的收入差距更为悬殊。2015年中国集成电路市场规模达到1.10万亿元，而

行业产值仅为0.36万亿元，国内自给率仅为32.7%，而自2006年以来，这一数据一直徘徊在20%

到30%之间。

 2005-2015年中国集成电路销售额

 

      智研数据研究中心发布的《2018-2024年中国集成电路行业市场调研与未来发展前景预测报

告》共八章。首先介绍了集成电路相关概念及发展环境，接着分析了中国集成电路规模及消

费需求，然后对中国集成电路市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国集成电路面临

的机遇及发展前景。您若想对中国集成电路有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是

您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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